
JP 2013-247292 A5 2014.6.26

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成26年6月26日(2014.6.26)

【公開番号】特開2013-247292(P2013-247292A)
【公開日】平成25年12月9日(2013.12.9)
【年通号数】公開・登録公報2013-066
【出願番号】特願2012-121188(P2012-121188)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/677    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/02    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  21/02    　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｌ  21/68    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成26年5月13日(2014.5.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
被処理基板と支持基板を接合する接合システムであって、
被処理基板と支持基板に所定の処理を行う処理ステーションと、
被処理基板、支持基板、又は被処理基板と支持基板が接合された重合基板を、前記処理ス
テーションに対して搬入出する搬入出ステーションと、を有し、
前記処理ステーションは、
被処理基板又は支持基板に接着剤を塗布する接着剤供給部と、
被処理基板と支持基板の間において前記接着剤よりも被処理基板側に塗布されるように、
当該被処理基板に保護剤を塗布する保護剤供給部と、
被処理基板と支持基板の間において前記接着剤よりも支持基板側に塗布されるように、当
該被処理基板又は支持基板に剥離剤を塗布する剥離剤供給部と、
少なくとも前記接着剤、前記保護剤又は前記剥離剤が塗布された、被処理基板又は支持基
板を所定の温度に加熱する熱処理装置と、
前記接着剤、前記保護剤及び前記剥離剤を介して、被処理基板と支持基板を接合する接合
装置と、
前記接着剤供給部、前記保護剤供給部、前記剥離剤供給部、前記熱処理装置及び前記接合
装置に対して、被処理基板、支持基板又は重合基板を搬送するための搬送領域と、を有す
ることを特徴とする、接合システム。
【請求項２】
前記処理ステーションは、前記接着剤供給部を備えた接着剤塗布装置と、前記保護剤供給
部を備えた保護剤塗布装置と、前記剥離剤供給部を備えた剥離剤塗布装置とを有すること
を特徴とする、請求項１に記載の接合システム。
【請求項３】
前記接着剤塗布装置、前記保護剤塗布装置及び前記剥離剤塗布装置は、前記接着剤、前記
保護剤及び前記剥離剤の粘度の高い順に鉛直方向に下方から積層されて配置されているこ
とを特徴とする、請求項２に記載の接合システム。
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【請求項４】
前記接着剤塗布装置、前記保護剤塗布装置及び前記剥離剤塗布装置は、平面視において並
べて配置されていることを特徴とする、請求項２に記載の接合システム。
【請求項５】
前記処理ステーションは、前記接着剤供給部、前記保護剤供給部及び前記剥離剤供給部を
備えた塗布装置を有することを特徴とする、請求項１に記載の接合システム。
【請求項６】
被処理基板と支持基板を接合する接合システムであって、
被処理基板と支持基板に所定の処理を行う処理ステーションと、
被処理基板、支持基板、又は被処理基板と支持基板が接合された重合基板を、前記処理ス
テーションに対して搬入出する搬入出ステーションと、を有し、
前記処理ステーションは、
被処理基板又は支持基板に接着剤を塗布する接着剤供給部と、
被処理基板と支持基板の間において前記接着剤よりも支持基板側に塗布されるように、当
該被処理基板又は支持基板に剥離剤を塗布する剥離剤供給部と、
少なくとも前記接着剤又は前記剥離剤が塗布された、被処理基板又は支持基板を所定の温
度に加熱する熱処理装置と、
前記接着剤と前記剥離剤を介して、被処理基板と支持基板を接合する接合装置と、
前記接着剤供給部、前記剥離剤供給部、前記熱処理装置及び前記接合装置に対して、被処
理基板、支持基板又は重合基板を搬送するための搬送領域と、を有することを特徴とする
、接合システム。
【請求項７】
前記処理ステーションは、前記接着剤供給部を備えた接着剤塗布装置と、前記剥離剤供給
部を備えた剥離剤塗布装置とを有することを特徴とする、請求項６に記載の接合システム
。
【請求項８】
前記接着剤塗布装置と前記剥離剤塗布装置は、鉛直方向に下方からこの順で積層されて配
置されていることを特徴とする、請求項７に記載の接合システム。
【請求項９】
前記接着剤塗布装置と前記剥離剤塗布装置は、平面視において並べて配置されていること
を特徴とする、請求項７に記載の接合システム。
【請求項１０】
前記処理ステーションは、前記接着剤供給部と前記剥離剤供給部とを備えた塗布装置を有
することを特徴とする、請求項６に記載の接合システム。
【請求項１１】
前記処理ステーションは、前記接合装置で接合された重合基板に対して、当該重合基板の
外周部を中心部よりも高い温度で熱処理を行う他の熱処理装置を有することを特徴とする
、請求項１～１０のいずれかに記載の接合システム。
【請求項１２】
前記他の熱処理装置は、前記重合基板の外周部を加熱する環状の加熱機構を有することを
特徴とする、請求項１１に記載の接合システム。
【請求項１３】
前記他の熱処理装置は、前記加熱機構の内側に設けられ、前記重合基板の中心部を所定の
温度に調節する温度調節機構を有することを特徴とする、請求項１２に記載の接合システ
ム。
【請求項１４】
前記他の熱処理装置は、重合基板を載置して加熱する熱処理板を有し、
前記熱処理板は、前記重合基板の外周部を加熱する外周領域と、前記外周領域の内側に設
けられ、前記重合基板の中心部を加熱する中心領域とに区画され、
前記外周領域の加熱温度は、前記中心領域の加熱温度よりも高いことを特徴とする、請求
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項１１に記載の接合システム。
【請求項１５】
前記他の熱処理装置は、複数の重合基板を収容して熱処理可能であることを特徴とする、
請求項１１～１４のいずれかに記載の接合システム。
【請求項１６】
前記他の熱処理装置の内部は、不活性ガス雰囲気に維持可能であることを特徴とする、請
求項１１～１５のいずれかに記載の接合システム。
【請求項１７】
接合システムを用いて被処理基板と支持基板を接合する接合方法であって、
前記接合システムは、
被処理基板又は支持基板に接着剤を塗布する接着剤供給部と、被処理基板と支持基板の間
において前記接着剤よりも被処理基板側に塗布されるように、当該被処理基板に保護剤を
塗布する保護剤供給部と、被処理基板と支持基板の間において前記接着剤よりも支持基板
側に塗布されるように、当該被処理基板又は支持基板に剥離剤を塗布する剥離剤供給部と
、少なくとも前記接着剤、前記保護剤又は前記剥離剤が塗布された、被処理基板又は支持
基板を所定の温度に加熱する熱処理装置と、前記接着剤、前記保護剤及び前記剥離剤を介
して、被処理基板と支持基板を接合する接合装置と、前記接着剤供給部、前記保護剤供給
部、前記剥離剤供給部、前記熱処理装置及び前記接合装置に対して、被処理基板、支持基
板又は被処理基板と支持基板が接合された重合基板を搬送するための搬送領域と、を備え
た処理ステーションと、
被処理基板、支持基板又は重合基板を、前記処理ステーションに対して搬入出する搬入出
ステーションと、を有し、
前記接合方法は、
前記保護剤供給部で被処理基板に前記保護剤を塗布した後、前記熱処理装置で当該被処理
基板を所定の温度に加熱する保護剤塗布工程と、
前記接着剤供給部で被処理基板又は支持基板に前記接着剤を塗布した後、前記熱処理装置
で当該被処理基板又は支持基板を所定の温度に加熱する接着剤塗布工程と、
前記剥離剤供給部で被処理基板又は支持基板に前記剥離剤を塗布した後、前記熱処理装置
で当該被処理基板又は支持基板を所定の温度に加熱する剥離剤塗布工程と、
その後、前記接合装置において、前記接着剤、前記保護剤及び前記剥離剤を介して、被処
理基板と支持基板を接合する接合工程と、を有することを特徴とする、接合方法。
【請求項１８】
前記処理ステーションは、前記接着剤供給部を備えた接着剤塗布装置と、前記保護剤供給
部を備えた保護剤塗布装置と、前記剥離剤供給部を備えた剥離剤塗布装置とを有し、
前記接着剤塗布工程において、前記接着剤塗布装置で被処理基板又は支持基板に前記接着
剤を塗布した後、前記熱処理装置で当該被処理基板又は支持基板を所定の温度に加熱し、
前記保護剤塗布工程において、前記保護剤塗布装置で被処理基板に前記保護剤を塗布した
後、前記熱処理装置で当該被処理基板を所定の温度に加熱し、
前記剥離剤塗布工程において、前記剥離剤塗布装置で被処理基板又は支持基板に前記剥離
剤を塗布した後、前記熱処理装置で当該被処理基板又は支持基板を所定の温度に加熱する
ことを特徴とする、請求項１７に記載の接合方法。
【請求項１９】
前記処理ステーションは、前記接着剤供給部、前記保護剤供給部及び前記剥離剤供給部を
備えた塗布装置を有し、
前記接着剤塗布工程において、前記塗布装置で被処理基板又は支持基板に前記接着剤を塗
布した後、前記熱処理装置で当該被処理基板又は支持基板を所定の温度に加熱し、
前記保護剤塗布工程において、前記塗布装置で被処理基板に前記保護剤を塗布した後、前
記熱処理装置で当該被処理基板を所定の温度に加熱し、
前記剥離剤塗布工程において、前記塗布装置で被処理基板又は支持基板に前記剥離剤を塗
布した後、前記熱処理装置で当該被処理基板又は支持基板を所定の温度に加熱することを
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特徴とする、請求項１７に記載の接合方法。
【請求項２０】
接合システムを用いて被処理基板と支持基板を接合する接合方法であって、
前記接合システムは、
被処理基板又は支持基板に接着剤を塗布する接着剤供給部と、被処理基板と支持基板の間
において前記接着剤よりも支持基板側に塗布されるように、当該被処理基板又は支持基板
に剥離剤を塗布する剥離剤供給部と、少なくとも前記接着剤又は前記剥離剤が塗布された
、被処理基板又は支持基板を所定の温度に加熱する熱処理装置と、前記接着剤と前記剥離
剤を介して、被処理基板と支持基板を接合する接合装置と、前記接着剤供給部、前記剥離
剤供給部、前記熱処理装置及び前記接合装置に対して、被処理基板、支持基板又は被処理
基板と支持基板が接合された重合基板を搬送するための搬送領域と、を備えた処理ステー
ションと、
被処理基板、支持基板又は重合基板を、前記処理ステーションに対して搬入出する搬入出
ステーションと、を有し、
前記接合方法は、
前記接着剤供給部で被処理基板又は支持基板に前記接着剤を塗布した後、前記熱処理装置
で当該被処理基板又は支持基板を所定の温度に加熱する接着剤塗布工程と、
前記剥離剤供給部で被処理基板又は支持基板に前記剥離剤を塗布した後、前記熱処理装置
で当該被処理基板又は支持基板を所定の温度に加熱する剥離剤塗布工程と、
その後、前記接合装置において、前記接着剤と前記剥離剤を介して、被処理基板と支持基
板を接合する接合工程と、を有することを特徴とする、接合方法。
【請求項２１】
前記処理ステーションは、前記接着剤供給部を備えた接着剤塗布装置と、前記剥離剤供給
部を備えた剥離剤塗布装置とを有し、
前記接着剤塗布工程において、前記接着剤塗布装置で被処理基板又は支持基板に前記接着
剤を塗布した後、前記熱処理装置で当該被処理基板又は支持基板を所定の温度に加熱し、
前記剥離剤塗布工程において、前記剥離剤塗布装置で被処理基板又は支持基板に前記剥離
剤を塗布した後、前記熱処理装置で当該被処理基板又は支持基板を所定の温度に加熱する
ことを特徴とする、請求項２０に記載の接合方法。
【請求項２２】
前記処理ステーションは、前記接着剤供給部と前記剥離剤供給部とを備えた塗布装置を有
し、
前記接着剤塗布工程において、前記塗布装置で被処理基板又は支持基板に前記接着剤を塗
布した後、前記熱処理装置で当該被処理基板又は支持基板を所定の温度に加熱し、
前記剥離剤塗布工程において、前記塗布装置で被処理基板又は支持基板に前記剥離剤を塗
布した後、前記熱処理装置で当該被処理基板又は支持基板を所定の温度に加熱することを
特徴とする、請求項２０に記載の接合方法。
【請求項２３】
前記接合工程後に、前記処理ステーションに設けられた他の熱処理装置において、前記接
合工程で接合された重合基板に対して、当該重合基板の外周部を中心部よりも高い温度で
熱処理を行う熱処理工程を有することを特徴とする、請求項１７～２２のいずれかに記載
の接合方法。
【請求項２４】
前記他の熱処理装置は、前記重合基板の外周部を加熱する環状の加熱機構を有し、
前記熱処理工程において、前記加熱機構によって前記重合基板の外周部を加熱することを
特徴とする、請求項２３に記載の接合方法。
【請求項２５】
前記他の熱処理装置は、前記加熱機構の内側に設けられ、前記重合基板の中心部を所定の
温度に調節する温度調節機構を有し、
前記熱処理工程において、前記加熱機構によって前記重合基板の外周部を加熱すると共に
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、前記温度調節機構によって前記重合基板の中心部を所定の温度に調節することを特徴と
する、請求項２４に記載の接合方法。
【請求項２６】
前記他の熱処理装置は、重合基板を載置して加熱する熱処理板を有し、
前記熱処理板は、前記重合基板の外周部を加熱する外周領域と、前記外周領域の内側に設
けられ、前記重合基板の中心部を加熱する中心領域とに区画され、
前記熱処理工程において、前記外周領域の加熱温度は前記中心領域の加熱温度よりも高い
ことを特徴とする、請求項２３に記載の接合方法。
【請求項２７】
前記熱処理工程において、複数の重合基板を収容して熱処理することを特徴とする、請求
項２３～２６のいずれかに記載の接合方法。
【請求項２８】
前記熱処理工程において、前記他の熱処理装置の内部は、不活性ガス雰囲気に維持されて
いることを特徴とする、請求項２３～２７のいずれかに記載の接合方法。
【請求項２９】
請求項１７～２８のいずれかに記載の接合方法を接合システムによって実行させるように
、当該接合システムを制御する制御部のコンピュータ上で動作するプログラム。
【請求項３０】
請求項２９に記載のプログラムを格納した読み取り可能なコンピュータ記憶媒体。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　前記の目的を達成するため、本発明は、被処理基板と支持基板を接合する接合システム
であって、被処理基板と支持基板に所定の処理を行う処理ステーションと、被処理基板、
支持基板、又は被処理基板と支持基板が接合された重合基板を、前記処理ステーションに
対して搬入出する搬入出ステーションと、を有し、前記処理ステーションは、被処理基板
又は支持基板に接着剤を塗布する接着剤供給部と、被処理基板と支持基板の間において前
記接着剤よりも被処理基板側に塗布されるように、当該被処理基板に保護剤を塗布する保
護剤供給部と、被処理基板と支持基板の間において前記接着剤よりも支持基板側に塗布さ
れるように、当該被処理基板又は支持基板に剥離剤を塗布する剥離剤供給部と、少なくと
も前記接着剤、前記保護剤又は前記剥離剤が塗布された、被処理基板又は支持基板を所定
の温度に加熱する熱処理装置と、前記接着剤、前記保護剤及び前記剥離剤を介して、被処
理基板と支持基板を接合する接合装置と、前記接着剤供給部、前記保護剤供給部、前記剥
離剤供給部、前記熱処理装置及び前記接合装置に対して、被処理基板、支持基板又は重合
基板を搬送するための搬送領域と、を有することを特徴としている。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　前記接着剤塗布装置、前記保護剤塗布装置及び前記剥離剤塗布装置は、前記接着剤、前
記保護剤及び前記剥離剤の粘度の高い順に鉛直方向に下方から積層されて配置されていて
もよい。
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【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　別な観点による本発明は、被処理基板と支持基板を接合する接合システムであって、被
処理基板と支持基板に所定の処理を行う処理ステーションと、被処理基板、支持基板、又
は被処理基板と支持基板が接合された重合基板を、前記処理ステーションに対して搬入出
する搬入出ステーションと、を有し、前記処理ステーションは、被処理基板又は支持基板
に接着剤を塗布する接着剤供給部と、被処理基板と支持基板の間において前記接着剤より
も支持基板側に塗布されるように、当該被処理基板又は支持基板に剥離剤を塗布する剥離
剤供給部と、少なくとも前記接着剤又は前記剥離剤が塗布された、被処理基板又は支持基
板を所定の温度に加熱する熱処理装置と、前記接着剤と前記剥離剤を介して、被処理基板
と支持基板を接合する接合装置と、前記接着剤供給部、前記剥離剤供給部、前記熱処理装
置及び前記接合装置に対して、被処理基板、支持基板又は重合基板を搬送するための搬送
領域と、を有することを特徴としている。
 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　別な観点による本発明は、接合システムを用いて被処理基板と支持基板を接合する接合
方法であって、前記接合システムは、被処理基板又は支持基板に接着剤を塗布する接着剤
供給部と、被処理基板と支持基板の間において前記接着剤よりも被処理基板側に塗布され
るように、当該被処理基板に保護剤を塗布する保護剤供給部と、被処理基板と支持基板の
間において前記接着剤よりも支持基板側に塗布されるように、当該被処理基板又は支持基
板に剥離剤を塗布する剥離剤供給部と、少なくとも前記接着剤、前記保護剤又は前記剥離
剤が塗布された、被処理基板又は支持基板を所定の温度に加熱する熱処理装置と、前記接
着剤、前記保護剤及び前記剥離剤を介して、被処理基板と支持基板を接合する接合装置と
、前記接着剤供給部、前記保護剤供給部、前記剥離剤供給部、前記熱処理装置及び前記接
合装置に対して、被処理基板、支持基板又は被処理基板と支持基板が接合された重合基板
を搬送するための搬送領域と、を備えた処理ステーションと、被処理基板、支持基板又は
重合基板を、前記処理ステーションに対して搬入出する搬入出ステーションと、を有し、
前記接合方法は、前記保護剤供給部で被処理基板に前記保護剤を塗布した後、前記熱処理
装置で当該被処理基板を所定の温度に加熱する保護剤塗布工程と、前記接着剤供給部で被
処理基板又は支持基板に前記接着剤を塗布した後、前記熱処理装置で当該被処理基板又は
支持基板を所定の温度に加熱する接着剤塗布工程と、前記剥離剤供給部で被処理基板又は
支持基板に前記剥離剤を塗布した後、前記熱処理装置で当該被処理基板又は支持基板を所
定の温度に加熱する剥離剤塗布工程と、その後、前記接合装置において、前記接着剤、前
記保護剤及び前記剥離剤を介して、被処理基板と支持基板を接合する接合工程と、を有す
ることを特徴としている。
 
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００２８】
　別な観点による本発明は、接合システムを用いて被処理基板と支持基板を接合する接合
方法であって、前記接合システムは、被処理基板又は支持基板に接着剤を塗布する接着剤
供給部と、被処理基板と支持基板の間において前記接着剤よりも支持基板側に塗布される
ように、当該被処理基板又は支持基板に剥離剤を塗布する剥離剤供給部と、少なくとも前
記接着剤又は前記剥離剤が塗布された、被処理基板又は支持基板を所定の温度に加熱する
熱処理装置と、前記接着剤と前記剥離剤を介して、被処理基板と支持基板を接合する接合
装置と、前記接着剤供給部、前記剥離剤供給部、前記熱処理装置及び前記接合装置に対し
て、被処理基板、支持基板又は被処理基板と支持基板が接合された重合基板を搬送するた
めの搬送領域と、を備えた処理ステーションと、被処理基板、支持基板又は重合基板を、
前記処理ステーションに対して搬入出する搬入出ステーションと、を有し、前記接合方法
は、前記接着剤供給部で被処理基板又は支持基板に前記接着剤を塗布した後、前記熱処理
装置で当該被処理基板又は支持基板を所定の温度に加熱する接着剤塗布工程と、前記剥離
剤供給部で被処理基板又は支持基板に前記剥離剤を塗布した後、前記熱処理装置で当該被
処理基板又は支持基板を所定の温度に加熱する剥離剤塗布工程と、その後、前記接合装置
において、前記接着剤と前記剥離剤を介して、被処理基板と支持基板を接合する接合工程
と、を有することを特徴としている。
 
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　また別な観点による本発明によれば、前記接合方法を接合システムによって実行させる
ように、当該接合システムを制御する制御部のコンピュータ上で動作するプログラムが提
供される。
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